
Winter 2009 冬号

特集： 「より複雑化するアナログ・ミックスシグナル検証に対応するクローズド・ループ検証」

サクセス・ストーリー： Philips Applied Technologies

「FloTHERMシミュレーション・ソフトウェアでAmbientlight TV技術の熱設計課題を解決」

新製品： 「メンター･グラフィックスが新たに提供する熱問題ソリューション・ツール」

サポート情報： ● SupportProニュースレターをご講読ください

Autumn 2008 秋号

特集１： 「なぜ高位合成で加算器が共有されない場合があるのか？」

特集２： 「メンター・グラフィックスのVモデルによる自動車電子／電気設計支援」

サポート情報： ● SupportNetご利用状況レポート

Summer 2008 夏号

サクセス・ストーリー： 三菱電機株式会社

「複数設計者間の同時設計をより可能にする、XtremePCB環境導入により、PCB設計を革新」

特集： 「戦略的検証実践のススメ」

サポート情報： ● 進化するSupportNetの最新情報

Spring 2008 春号

特集1： 「閉ループ・テストベンチ・オートメーション」

特集2： 「45nm配置配線の課題に取り組む」

サポート情報： ● SupportNetを動画で体験

● SupportNetをさらに便利に使うには

Winter 2008 冬号

サクセス･ストーリー1：「シーメンスがLSI設計にQuesta AVM採用、SystemVerilogの豊富な機能を短期間に実用化」

サクセス･ストーリー2：「Galileoシグナル・ジェネレータASICの開発」

サポート情報： ● 新しいオプションでSupportNet検索がより便利になりました

● ダウンロード時間を短縮するには　● SuppotNetのヘルプ

News and Views バックナンバーのご案内

バックナンバーをご希望の方は、ご登録番号（宛名ラベルのお名前の側にある番号）を明記の上、News and Views編集部までメールでお申し込みください。

● お申し込み先E-mail：mktg_mgj@mentor.com

News and Viewsのバックナンバーは、下記のホームページでもご覧いただけます。
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http://www.mentorg.co.jp/training_and_services/news_and_views/

N e w s a n d V i e w s
Spring 2009 Vol .26

●発行日 2009年4月30日（季刊）
●発行人 メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社
●編集人 News and Views 編集部

東京都品川区北品川4丁目７番35号
御殿山ガーデン
（コーポレート・マーケティング部内）

TEL：(03) 5488ｰ3035
E-mail：mktg_mgj@mentor.com

「News and Views」の送付中止、宛先の変更は
下記編集部までご連絡ください。

● TEL ：(03) 5488ｰ3035
● FAX ：(03) 5488ｰ3032
● E-mail ：mktg_mgj@mentor.com
●Web site：www.mentorg.co.jp/info/

本社
〒140ｰ0001
東京都品川区北品川4丁目７番35号
御殿山ガーデン
営業代表：(03) 5488ｰ3030

大阪支店
〒532ｰ0004
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号
SORA新大阪21
代表：(06) 6399ｰ9521

名古屋支店
〒460ｰ0008
愛知県名古屋市中区栄4丁目2番29号　
名古屋広小路プレイス
代表：(052) 249ｰ2101

ホームページ

メンター・グラフィックス・ジャパン：
www.mentorg.co.jp
メンター・グラフィックス米国本社：
www.mentor.com

サポート・センター
SupportNetトップページ：
supportnet.mentor.com/japan/
お問い合わせ：
supportnet.mentor.com/servicerequests_jp/open.cfm

＊Mentor GraphicsはMentor Graphics Corporationの登録商標です。
＊記載されている製品名および会社名は、すべて各社の登録商標
または商標です。この印刷物は、環境にやさしい植物性大豆インキを使用しています。

N e w s a n d V i e w s
Providing Leading Electronic Design Automation Solutions

Spring
2009 Vo l .26

FEATURE-1 | IC Nanometer Design

チップ・アセンブリの課題に取り組む

物理設計後期のボトルネックを解消
FEATURE-2 | PCB System Design

高度なPCBシステム設計の課題に対応
パワー・インテグリティ解析ツール「HyperLynx PI」
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News and Views お届け先変更・送付停止・新規登録申請書

1. ご依頼の内容

□変更依頼 □送付中止（理由：□ホームページを閲覧するため　□不要のため） □新規登録

2. ご登録情報

ご登録番号（宛名ラベルのお名前の側にある番号をご記入ください）

御名前 （英字） （英字）

（姓） （名）

御社名 （英字）

部署名

御役職

御住所 〒

ビル名

Ｅ-ｍａｉｌ

ＴＥＬ ＦＡＸ

3. ご興味がある分野にチェックを付けてください（複数可）

□すべて □ IC寄生容量抽出／解析 □システム・メカトロニクス

□ FPGA □ IC物理検証 □車載ネットワーク設計

□機能検証 □テスト（DFT） □ケーブリング／ハーネス

□アーキテクチャ／Cベース設計 □ PCB機能設計（回路図設計） □組込みソフトウェア

□ IC/ASIC機能設計 □ PCBレイアウト

□ IC/ASICレイアウト □ PCBライブラリ管理／設計 □その他（ ）

4. メンター･グラフィックス･ジャパンからのE-mailによる製品情報の配信を希望されますか？

ご希望の方に、3.でチェックいただいた分野に関する情報をお送りいたします。
なお、お手数ですが既にE-mail配信を受信されているお客様におきましてもいずれかにチェックをお願いします。

希望する（□ HTML版 もしくは　□テキスト版） □希望しない

5. ご意見、ご希望等がございましたらご記入ください

News and Views お届け先変更・送付停止・新規登録について

News and Viewsをご愛読いただき、まことにありがとうございます。

ご登録先の変更・送付停止・新規登録がございましたら、下記のURLにアクセスし、お申込みフォームをご利用くださるようお願いいたします。

FAXにてお申込みの場合は以下の申請書にご記入の上、FAX：03-5488-3032までお送りください。

http://www.mentorg.co.jp/app_nv/
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http://supportnet.mentor.com/japan/SupportNet Information

コミュニティの日本語対応を進めています

メンター・グラフィックス・コミュニティは、英語でオープンしてから半年以上が経過し

ました。すでに3,000人を越えるユーザにご利用いただき、デザインエリアごとに日々活

発な議論が展開されています。メンター・グラフィックスのユーザは世界中に広がってお

り、このメンター・グラフィックス・コミュニティも今年の2月から部分的に多言語対応と

なりました。ボタンやブロック・タイトルなどのキャプションのほとんどを希望の言語で表示

することができます。実状では、まだまだ英語による書き込みがほとんどですが、今後は

日本の皆さまに参加いただける様に管理体制を整備していきます。ぜひご活用ください。

SupportNetには貴社すべてのユーザ様をご登録ください

SupportNetのユーザ・アカウントは、貴社の複数のお客様にご登録いただくことができ

ます。SupportNetでは、技術情報の検索機能のほか、最新リリースのダウンロード機能

などを提供しています。ご登録は、SupportNetトップページより「ユーザ登録」をクリック

するか、または以下のページにアクセスしてください。

●SupportNetユーザ登録：http://supportnet.mentor.com/user_jp/register.cfm

IRドロップ同様、PCB-CADに戻る必要がなく

HyperLynx PI上でのデバッグ作業が可能とな

ります。

電気設計者と
レイアウト設計者が協業

上述したように、キャパシタの実装を増やす

ことにより低インピーダンス化は可能ですが、実

際どの程度キャパシタを実装すればコストと特

性を両立した最適値が得られるのでしょうか？本

来PDNを設計する場合、デカップリング・キャパ

シタの必要数と位置を判断し、保守的なキャパ

シタの使用を避けて部品コストと基板面積を節

約しなければなりません。また電気設計者は、

様々なPCBの材料やスタックアップを調査し、

最適な電気特性とコストを検討しなければなり

ません。しかし、この作業には当然のことながら

時間との戦いが存在します。最終的なポスト解

析処理は、長時間シミュレータを回し続けて検

証する必要があったため、これまでは、適切な

デカップリング戦略を持ったレイアウト設計者や

解析専任者がこなしていました。HyperLynx PI

では、この作業を設計の上流のプランニング段

階で解析することができます。

プランニング段階で様々な
検証機能を提供

HyperLynx PIでは、これまで一般的なPIツー

ルのポスト解析機能（PCB-CADからのデータ取

り込み解析）に加え、設計の上流段階で使用で

きるプランニング機能を提供します。PCB-CAD

の完成を待たずに、キャパシタや基板外形、層

数などのパラメータを簡単に操りパワー・インテ

グリティのざっくりとした解析を短時間で実施す

ることが可能です。これにより設計者は設計の

初期段階でデカップリング・キャパシタの最適な

数、配置、値を決定することができます。電気

設計者は、この情報を元に電源構造とデカップ

リング・キャパシタのレイアウト検討をレイアウト

設計者とも事前に協業でき、また品質の高い

PDN設計の早期に実現することで、パワー・イン

テグリティの設計の手戻りを最小限で抑えること

ができるのです。

シグナル・インテグリティとの連携
HyperLynx SI

HyperLynx PIは、定評あるHyperLynx SI

（EXT、GHz）と緊密に統合されており、パワー・

インテグリティとシグナル・インテグリティの両

面から、製品設計に必要とされるさまざまな解

析・検証環境を1つのカーネルで提供します。

HyperLynx SIには、通常のパラレル（同期）伝

送、先進のメモリ（DDR、DDR2、DDR3、ソー

ス・シンクロナス）伝送、さらにはSERDES（非

同期）伝送に対応したシグナル・インテグリティ

解析やタイミング解析機能が含まれています。こ

れらHyperLynxシリーズを使用することで、設計

技術者はPCB設計における様々なノイズ問題を

解決させることができ、コストのかかる試作回数

の繰り返しが大幅に削減可能になります。

多言語対応と同時に、ユーザごとにカスタマイズできる機能を追
加しました。この機能を使用してトップページのレイアウトを自由
に構成することが可能です。

図2：プランニング段階におけるデカップリング・コンデンサ
対策前後の比較例
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今日の数百万ゲート規模のSoCは、その規模と複雑性がますます拡大し、チップをより小さく分割した階層チップ設計手法が必須となってきてい

ます。大規模SoCにおいて階層手法が必要となるのは、この手法が設計自動化ツールのキャパシティを拡張、ツールの処理時間を短縮し、最終

段階での設計変更を最小限に抑えることができるためです。しかし階層手法に則ったフローを使用しても、現在のフィジカル・インプリメンテーション・

ツールは、チップの仕様条件をアグレッシブなスケジュール内に達成する上で様々な問題に直面しています。本稿では、チップ・アセンブリの課題

について確認し、すべての問題を包括的に解決できるインプリメンテーション・システムの条件について解説します。

FEATURE-1 | IC Nanometer Design

チップ・アセンブリの課題に取り組む

物理設計後期のボトルネックを解消

はじめに

階層設計フローは、以下に挙げられるような設

計データの複雑性と規模の爆発的拡大がもたら

す課題に対応するために開発されました。

● 複数のプロセッサ・コア

● 複数のメモリ・ブロック

● ソフトウェアIPとハードウェアIP

● アナログ回路

● 設計モード、環境条件、製造工程、デバイス／

インターコネクトの振る舞いのバリエーション

階層設計フローには通常、次の3つの主要な

段階があります。

● チップ・プランニング：設計の分割、タイム・

バジェット、ブロック配置、ピンアサイン、消費

電力とクロックのプランニング

● ブロック・インプリメンテーション：配置、CTS

（クロックツリー合成）、最適化、配線

● チップ・アセンブリ：ブロックのインスタンス化、

トップレベルのグルー・ロジック最適化、トップ

レベルCTS／配線、グローバル配線バッファ

リング、電源およびクロック信号配線など

チップ・プランニングは設計フローの早期段階

において行われ、性能、タイミング、消費電力、

面積などの主要な設計指標の見積を算出します。

その後、デザインはブロックに分割され、並行し

て各ブロックの設計が行われます。ブロック完成

後、それらを再度組み合わせた上で、トップレベ

ルの配線と最適化が行われます。ここでチップ・

プランニングとブロック・インプリメンテーション

段階のエラーが発見されると、不必要な繰り返

し工程とビジネスチャンスを逸することにもつな

がります。このような予期せぬ事態にチップ・ア

センブリ段階で遭遇しないために、設計チーム

はチップ・アセンブリをブロック･インプリメンテー

ションと同時に開始するようになりました。

チップ・アセンブリの課題

チップ・アセンブリの課題をよく理解するため

に、従来のEDAツールを使った設計を参考事例

として取り上げます。このデザインの仕様は以下

の通りです。

● 21Mゲート

● 90nm

● 300MHz

● 500個以上のRAM

● 3つの動作モード、2つのテストモード

● OCVモデリングを使用した5つのタイミング・

コーナー

このデザインは6個のブロックに分割され、各ブ

ロックの詳細なデザイン・インプリメンテーション

が平行して行われました。設計チームは、チップ

レベルの性能を検証するためにフルチップのア

センブリを行いましたが、チップレベルでは次の

ような予期せぬ問題が設計チームを待っていま

した。

● ツールのキャパシティ制限を克服するために使

用された抽象モデルは、チップレベルのタイミン

グを収束させるのに十分な精度ではなかった。

● チップ・プランニングでの不適切なタイム・バ

ジェットにより、抽象モデルでは修正できない

I/Oタイミング違反を引き起こした。

● 不適切なピンアサイン、ブロック配置が発見

されたが、チップレベルでは柔軟性がなかっ

たため、チップ・プランニングおよびブロック・

インプリメンテーション段階に戻ってやり直す

必要があった。

● CTSエンジンが階層に対応しておらず、ブロッ

クの挿入遅延の見積精度が甘いため、チップ

レベルでのCTSはスキューおよびレイテンシ

目標を満たすことができなかった。

● フルチップでのスタティック・タイミング解析は

各コーナー／モード・シナリオに対して個別の

タイミングおよび最適化処理を実行する必要

があり、ツールのキャパシティ不足とマルチコ

ア・コンピュータ・プラットフォームへの非対応

から、必要以上に長い処理時間を要した。

これら個々の問題について、以降のセクション

で詳細を見ていきます。

チップレベルでの抽象モデルの使用

設計データは大規模化する一方ですが、ツー

ルのキャパシティはそれに追従できていません。

物理設計ツールのこのようなキャパシティ制限

を回避するため、この事例ではタイミングおよ

びフィジカル・ビューを6個のブロックに分解する

必要がありました。チップレベルでは、フルチップ

のタイミング解析と最適化を可能にするためにこ

れらのブロックは抽象化されましたが、複数のブ
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